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	参数性质
	技术参数与性能指标
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	1.技术规格
★1.1分辨率：≤0.2nm（100KV）

	2
	
	▲1.2加速电压：
20～120KV,步长≤100V（高速）连续可调

	3
	
	1.3电子枪：钨灯丝，具有电流自动控制，灯丝计时，气压式自动升枪等功能，配置六硼化镧灯丝
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	▲1.4观察模式：
双隙电磁物镜设计，不更换硬件的前提下，可在同一台仪器上实现物镜的高分辨和高反差模式的一键切换
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	1.5放大倍数(底片倍数)：X50～X600,000（数码放大≥1,000,000）
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	▲1.6使用COMS荧光屏相机，将TEM操作统一于显示器上，可以在CMOS荧光屏进行活图像找样、测样工作。 像素：≥1024×1024，帧率≥160fps, 束流测量10-11～10-8(A)
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	▲1.7两端支撑式（前端宝石）高稳定样品杆。配置单样品杆、三样品杆各一套
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	1.8样品台：
优中心侧插式测角台，样品台倾斜角：±70°
样品承载网：直径=3mm
样品台行程：X/Y ≥2.0mm(CPU控制马达驱动)，Z ≥0.6mm
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	1.9照明系统：≥2级透镜及4孔可动光阑
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	1.10成像系统：≥5级透镜及4孔物镜可动光阑
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	▲1.11物镜焦长：高反差模式焦长：≥8.0mm，高分辨模式焦长：≤3.8mm
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	▲1.12图像观察和记录系统：双相机系统，标配CMOS荧光屏相机和直插（非侧插及底插）CMOS主相机；
主相机分辨率：≥1600万像素
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	▲1.13配备三维（3D）重构功能硬件，能够实现无人值守的自动倾转样品台、马达自动对中样品、自动拍照全过程，配置三维重构算法软件
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	1.14自动图像导航:超低倍观察，观察范围≥φ2mm

	15
	
	1.15自动拼图功能:高低倍下均可实现拼图，可以实现4x4张图片快速自动拼图，最大像素≥3k x 10k
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	1.16自动拍照：自动无人值守准确定位并拍摄数量≥50
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	1.17样品低损伤观察：低剂量电子束观察，软件界面上电子束剂量实时显示，自动预辐照功能
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	1.18真空系统：不使用扩散泵，配置分子泵，抽速≥300L/s，逻辑由测量值控制，真空交换仓预抽时间≤15s
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	▲1.19配置X射线能谱仪一套，窗口面积≥55mm2，能量分辨率≤129eV（MnKa）。需与采购人现有设备配套安装，具备相关法兰及控制器
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	1.20配置工作站处理器单元一套，不低于以下配置：win10专业版，i5及以上处理器，≥1TB存储，≥16GB内存。显示器≥24英寸

	21
	
	1.21配置整机UPS一套，功率≥6KVA，延时≥1小时
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	2.配置清单：
2.1 120KV透射电镜主机1套

	23
	
	2.2 高速高灵敏CMOS荧光屏相机 1套
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	2.3 ≥1600万像素主相机1套
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	2.4 双隙物镜系统 1套
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	2.5 自动3D重构系统1套
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	2.6 自动稳压电源1套
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	2.7 单样品杆 1套
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	2.8 三样品杆 1套
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	2.9 冷却循环水系统1套
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	2.10 多功能旋钮版、轨迹球  1套

	32
	
	2.11 标准随机附件及工具1套

	33
	
	2.12 处理器单元及显示器   1套

	34
	
	2.13 X射线能谱仪 1套

	35
	
	2.14 UPS电源  1套
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